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政策依據

五大
信賴產業

推動臺灣成為

「全球半導體全供應鏈主導者」

晶創臺灣

推動國政願景

「打造臺灣成為人工智慧之島」

研發先進矽基半導體設備關鍵技術

發展半導體關鍵元件、模組或次系統之技術
提升半導體全球競爭優勢
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跨部會合作打造半導體設備供應鏈

以全面性的供應鏈角度，進行國內產業缺口及技術補強

產業服務與應用
• 12吋矽基半導體設備及模組
• 化合物半導體製程自主化設備
• 異質整合封裝先進設備自主化
• 工具機升級半導體應用

矽基製程設備之前瞻技術研究
• 矽基製造與封裝設備前瞻技術
• 先進檢測技術

產業技術研發
• 電漿鍍膜設備關鍵模組技術
• 曝光/檢測設備關鍵模組技術

產業發展署

產業技術司

-晶片驅動-
半導體設備產業
供應鏈扶植計畫

工程處
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計畫目標

結合學界研發能量，研發矽基製程設備所需之基礎科學技術
，鼓勵與產業或研究機構合作落實應用

矽基製造與封裝
設備前瞻技術

先進檢測技術1

前段製程設備
異質整合與先進封裝設備
精度調控與製程優化

光學設備：精密光學檢測與設備
移載系統：振動抑制及運動控制

2

技術突破 產學合作 人才培育
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徵案規劃

矽基半導體關鍵製程設備、封裝設備，以及檢測測試系統
之關鍵元件、模組或次系統等技術發展與設備性能升級

並依計畫屬性納入相關之資訊軟體或AI技術整合

製程(前段) 封裝(後段) 檢測

1 2 3
前段製程設備關鍵
元件、模組或次系統

• 鍍膜
• 蝕刻機台
• 真空技術
• 晶圓研磨與薄化

3D IC 先進封裝
製造測試設備

矽基半導體
檢測設備

• 封裝機械設備
• 封裝測試設備
• 相對應關鍵技術學理分析
• 精度調控與製程優化

• 光學檢測設備
• 移載系統
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研究項目1
1 前段製程設備關鍵元件、模組或次系統

• 鍍膜

➢ 主要設備：
電漿鍍膜機台、化學氣相沉積機台、物
理氣相沉積機台等

➢ 關鍵技術：
鍍膜均勻度控制、殘留應力控制、表面
形貌披覆性(Conformality)等

6

• 蝕刻機台

➢ 主要設備：
電漿輔助蝕刻機台、深蝕刻機台(Deep 

RIE)等

➢ 關鍵技術：
蝕刻均勻度、蝕刻非等向性、選擇性等

• 真空技術

➢ 主要設備：
半導體製程之真空幫浦

➢ 關鍵技術：
真空度、洩漏狀態、抽真空能耗等

• 晶圓研磨與薄化

➢ 主要設備：
化學機械拋光機台

➢ 關鍵技術：
研磨率、研磨均勻度、表面平整度、
dishing/erosion、研磨選擇性等



研究項目2
2 3D IC 先進封裝製造測試設備
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• 封裝機械設備

➢ 打線機台
➢ 面板級封裝研磨機台
➢ 分選機台
➢ 切割機台

• 封裝測試設備

➢ 電性檢測
➢ 翹曲量測
➢ 特徵尺寸(CD)量測

• 相對應關鍵技術學理分析

➢ 封裝力學及可靠度分析
➢ 熱機械應力與變形預測
➢ 薄膜力學及破壞力學分析技術
➢ 多重物理耦合模擬力學分析技術
➢ 精準微型加熱技術
➢ 模流分析技術

• 精度調控與製程優化

➢ 矽基半導體各主要製程性能優化
➢ 封裝設備精度調控技術
➢ 精準綠色製造技術
➢ 雷射(複合)半導體元件製造技術
➢ 永續製造技術



研究項目3

3 矽基半導體檢測設備

• 光學檢測設備

➢ 超解析度光學顯微技術
➢ 高靈敏度光學干涉技術
➢ 短波長X光技術
➢ 超音波檢測技術
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• 移載系統

➢ 多軸高精密運動控制技術
➢ 動態誤差補償技術
➢ 環境震動隔離技術
➢ 即時反饋控制技術



計畫時程規劃
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計畫時程  ■  專案須規劃申請3年期計畫，自115年6月1日至118年5月31日。

研究型別  ■  申請多年期(115/6/1~118/5/31)單一整合型研究計畫為限。

申請經費  ■  每年不超過1,000萬元。

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

114年 115年

公告徵求計畫
(截止收件115/2/25)

計畫審查
(115/2/25~115/5/31)

開始執行計畫
(115/6/1)

計畫徵求說明會
(115/1/13)

書面初審作業 複審作業 計畫啟動會議



計畫書撰寫注意事項
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⚫ 說明研發之目標技術，其國內外現況以及與標竿技術之比較，創新與突破之處、進
步性。詳述三年期計畫之技術發展路程(Roadmap)、查核點、與技術評量指標，
並請具體說明每年期末考評之技術量化規格、展演情境與可查核技術指標。

⚫ 依計畫屬性整合例如機械、材料、物理化學、電機控制等相關領域

⚫ 鼓勵團隊依計畫屬性納入相關之資訊軟體或AI技術開發

⚫ 從系統端思考、以系統設計整合解決問題

⚫ 需與設備廠商、晶片生產公司、封裝測試公司或法人單位合作，由對方提供機台進
行計畫整合與成果驗證，並提供「合作企業參與計畫意願書」(格式詳如附件)

⚫ 請強化學界現有設施及平台之共用與協調支援，以使有限資源發揮最大效益。並鼓
勵業界及校方投入資源，共同推動本項專案計畫。

目標導向

跨領域合作

產學、學研
合作

資訊軟體
AI技術整合



計畫申請注意事項
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⚫ 每一整合型計畫需含總計畫與至少3項子計畫。

⚫ 總計畫主持人須同時主持1項子計畫，僅總計畫主持人列入執行本會專題研究計
畫件數計算。

⚫ 總計畫主持人以申請1件本專案計畫為限。

⚫ 本專案計畫之總計畫主持人，本會得核給研究主持費最高每個月新臺幣2萬元，
於計畫執行期間僅得支領1份研究主持費。

⚫ 同一執行期限若同時執行2件以上，以最高額度計算，並得於不同計畫內採差額
方式核給。

⚫ 審查方式包括初審及複審，如有必要將安排計畫申請人簡報計畫內容。

⚫ 經審查通過者，核給分年核定之三年期(115-117年)計畫或二年期(115-116年)計
畫或一年期計畫。

⚫ 本專案計畫審查未獲通過者，恕無申覆機制。

單一整合型
計畫

研究主持費

審查核定



計畫審查重點
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1. 對目標技術之國內外發展現況、標竿技術規格與技術缺口之掌握。

2. 擬開發之目標技術是否確為業界所需之關鍵技術，技術發展里程、查核點、評量指標、

分年執行內容及階段性里程碑(Milestone)、最終效益之妥適性。

3. 國內外標竿技術規格之掌握與比較，研發成果超越標竿技術規格之可行性。

4. 研發成果落實於產業應用之可行性，對國內產業之具體助益。

5. 跨領域合作之精神、涵蓋所需相關專長之學者。

6. 合作企業之代表性、參與本專案計畫之實質投入程度、對於學界團隊研發成果之技術

承接與開展能力。

7. 計畫團隊近五年在學術面及產業應用面之成果(若曾執行前期智慧製造專案計畫或其

他專案計畫，其執行成效、與過往研究成果之差異性與進步性)。



全台半導體資源共享平台
https://scrs.tsri.org.tw/
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附件：合作企業參與計畫意願書
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感謝聆聽

敬請指教
計畫收件截止日：115年2月25日(星期三)
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